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Este trabajo presenta un método sen-
cillo y práctico, que permite controlar los 
riesgos asociados a las descargas electros-
táticas (ESD) y a la humedad (MSD), en 
los procesos productivos de manipulación 
almacenamiento y embalaje de compo-
nentes electrónicos,  mediante software 
SAP (Sistemas, Aplicaciones y Producto) 
implementado en un sistema de planifica-
ción de la producción tipo ERP (Enterprise 
Resource Planning).

Las razones que nos han llevado están 
relacionadas con la necesidad de incor-
porar y controlar estos riesgos que hasta 
ahora pasaban desapercibidos y que cau-
san importantes trastornos, en los pro-
cesos de almacenaje y handling, en los 
sistemas de gestión de la planificación 
productiva y control de calidad de las em-
presas de componentes electrónicos. Con 
esta experiencia y como resultado de este 
estudio o caso práctico se ha puesto de 
manifiesto la necesidad de implementar 
controles complementarios y específicos, 
dentro de un sistema moderno de ges-
tión productiva y de stocks tipo ERP, que 
permita minimizar los problemas ocasio-
nados por las descargas electrostáticas y 
humedad en equipos electrónicos de alta 
sensibilidad.

Uno de los aspectos más importantes, 
a tener en cuenta en el proceso de ma-
nipulación, almacenamiento y embala-
je de componentes electrónicos son las 
descargas electrostáticas que constituyen 
un peligro para la electrónica de estado 
sólido pues pueden inutilizar los disposi-
tivos electrónicos, como los circuitos in-
tegrados, siendo numerosos, los estudios 
realizados sobre los efectos de la ESD 
(Electrostatic Sensitive  Devices), traduci-

do comúnmente del inglés Electro-Static 
Discharge). [1] [2].

La propuesta de método de control 
expuesta en el caso objeto de estudio, se 
basará en la aplicación de la norma ame-
ricana y concretamente en la ANSI/ESD 
S6.1-Grounding y ANSI/ESD S541-Pac-
kaging Materials for ESD Sensitive Items, 
orientada a los procedimientos específicos 
aplicables a los sistemas de almacena-
miento de componentes electrónicos [3].

Por otro lado, en los dispositivos sensi-
bles a la humedad (MSD, del inglés Mois-
ture Sensitivity Devices), la expansión de 
la humedad atrapada puede provocar la 
separación interna, laminación del plás-
tico, daños en las conexiones, y grietas 
internas, aunque la mayor parte de este 
daño no es visible en la superficie del 
componente. En los casos más graves, el 
componente se hinchará y crepitará (efec-
to de “palomitas de maíz”).

En nuestro caso de estudio se ha rea-
lizado una revisión de los distintos pro-
cesos de manipulación, almacenamiento 
y embalaje, en la industria electrónica 
resumidos como: (Recepción de materia-
les comprados, Almacenaje, Devolución 
al proveedor, Entrega de materiales y 
disposición a línea de montaje, Recorrido 
durante el proceso de fabricación y prue-
bas, Entrega de productos controlados al 
almacén de expediciones, Embalaje, Mar-
cado e identificación, Almacenamiento 
y conservación y Entrega). Considerando 
muy importante la definición clara de las 
distintas fases del proceso, para determi-
nar así los controles de seguridad aplicada 
a los stocks intermedios de los compo-
nentes electrónicos dentro de la cadena 
de suministro “suply chain”. 

Consideramos a modo de conclusión, 
que la novedosa experiencia desarrollada 
con este trabajo, puede de ser gran ayuda 
práctica para el control de riesgos elec-
trostático, incorporándolos en los proce-
sos específicos de control de inventario  
en los sistemas modernos de gestión de 
la producción (MRP, JIT, OPT) que han ido 
evolucionando desde simples técnicas de 

gestión de stocks hacia modelos integra-
les de gestión empresarial de desarrollo 
y gestión de sistemas de producción. La 
cuestión planteada ha mostrado la nece
sidad de introducir en la gestión y alma
cenamiento este control añadido, con
siderando el sistema de planificación ERP 
(con SAP) especialmente indicado, y surge 
debido a la necesidad manifiesta de eng
lobar dentro del proceso de integración 
logística todos los datos referentes a la 
totalidad de la cadena de producción y 
poder así ofrecer información confiable en 
tiempo real, garantizando de esta forma el 
almacenamiento, manipulación, trasiego 
y el flujo de componentes de naturaleza 
electrónica de forma segura. [4]
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